
Title (en)
High temperature alloy

Title (de)
Hochtemperaturlegierung

Title (fr)
Alliage résistant aux températures élevées

Publication
EP 2154261 A1 20100217 (DE)

Application
EP 09165678 A 20090716

Priority
CH 11742008 A 20080725

Abstract (en)
An iron-based high temperature alloy comprises (in wt.%) chromium (20), aluminum (5-6, preferably 5.5), tantalum (4), molybdenum (4), rhenium
(3-4, preferably 4), zirconium (0.2), boron (0.05), yttrium (0.1), hafnium (0.1), carbon (0-0.05, preferably 0.05) and remaining iron and unavoidable
impurities. An independent claim is included for manufacture of the high temperature alloy.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Hochtemperaturlegierung auf Eisenbasis, welche durch folgende chemische Zusammensetzung (Angaben in
Gew.-%) gekennzeichnet ist: 20 Cr, 5-6 Al, 4 Ta, 4 Mo, 3-4 Re 0.2 Zr, 0.05 B, 0.1 Y, 0.1 Hf, 0-0.05 C, Rest Fe und herstellungsbedingte
Verunreinigungen. Die Legierung ist kostengünstig herstellbar und zeichnet sich gegenüber dem bekannten Stand der Technik durch eine
hervorragende Oxidationsbeständigkeit und gute mechanische Eigenschaften bei Temperaturen bis 1200°C aus.
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